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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 金 属 － 絶 縁 体 － 金 属 （ Ｍ Ｉ Ｍ ） キ ャ パ シ タ 構 造 を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 半 導 体 基 板 （ １ ０ ） を 設 け る 工 程 と 、
　 前 記 半 導 体 基 板 （ １ ０ ） を 覆 っ て 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） に リ セ ス （ ２ ０ ５ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 リ セ ス 内 に 銅 を 含 む 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 陥 凹 さ せ る 工 、
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 覆 っ て 、 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） に 対 し て 導 電 性 酸 化 バ リ ア
と な る 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 形 成 す る 工 程

と 、
　 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 覆 っ て 、 絶 縁 （ ５ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 絶 縁 （ ５ ０ ） を 覆 っ て 、 第 ３ 金 属 層 （ ６ ０ ） を 形 成 す る 工 程 で あ っ て 、

と を 含 む 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 形 成 す る 工 程 が 、
　 前 記 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） の 表 面 を 覆 っ て 、 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 成 膜 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 平 坦 化 し て ダ マ シ ン 構 造 を 形 成 す る 工 程 と を さ ら に 含 む 、 請
求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 形 成 す る 工 程 が 、
　 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を ５ ０ ～ ２ ０ ０ ０ オ ン グ ス ト ロ ー ム の 間 の 厚 さ に な る よ う に 形
成 す る 工 程 を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 形 成 す る 工 程 が 、
　 前 記 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） の 表 面 及 び 前 記 陥 凹 さ れ た 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 覆 う よ う に 、 前

程 と

で あ っ て 、 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） お よ び 第 ２
金 属 層 （ ４ ０ ） は 、 当 該 Ｍ Ｉ Ｍ キ ャ パ シ タ 構 造 の 下 部 電 極 を な す 、 工 程

体
体 第 ３ 金 属

層 （ ６ ０ ） は 、 当 該 Ｍ Ｉ Ｍ キ ャ パ シ タ 構 造 の 上 部 電 極 を な す 、 工 程



記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 成 膜 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） の 前 記 リ セ ス （ ２ ０ ５ ） の 外 側 に あ る 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ）
の 全 て を 除 去 し て 、 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） の 周 縁 を 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） の 周 縁 に 自
己 整 合 さ せ る 工 程 と 、
　 前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 平 坦 化 し て 、 前 記 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） の 表 面 と 同 一 平 面 に す る
工 程 と を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
半 導 体 装 置 構 造 を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 半 導 体 基 板 （ １ ０ ） を 設 け 、
　 前 記 半 導 体 基 板 （ １ ０ ） を 覆 っ て 、 第 １ の 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ の 誘 電 体 層 （ ２ ０ ） に リ セ ス （ ２ ０ ５ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 リ セ ス （ ２ ０ ５ ） に 銅 を 含 む 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 陥 凹 さ せ る 工 、
　 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） を 覆 っ て 、 前 記 第 １ 金 属 層 （ ３ ０ ） に 対 し て 導 電 性 酸 化 バ リ ア
と な る 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と
　
　
　
　

を 含 む 、 方 法 。
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程 と

、
前 記 第 ２ 金 属 層 （ ４ ０ ） を 覆 っ て 、 絶 縁 体 （ ５ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 絶 縁 体 （ ５ ０ ） を 覆 っ て 、 第 ３ 金 属 層 （ ６ ０ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 導 電 性 酸 化 バ リ ア （ ４ ０ ） を 覆 う 絶 縁 体 （ ５ ０ ） 内 に ビ ア 開 口 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 ビ ア 開 口 内 を 導 電 材 料 で 充 填 し て 、 前 記 導 電 性 酸 化 バ リ ア （ ４ ０ ） へ の コ ン タ ク ト

を 形 成 す る 工 程 と
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